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1本マニュアルについて 

1.1 マニュアルの内容 

本マニュアルには、主に GW1NRFシリーズ Bluetooth FPGA製品の

パッケージの紹介、ピンの定義、ピン数一覧、ピン配置図、及びパッケー

ジの外形図が含まれています。 

1.2 関連ドキュメント 

ホームページから、以下の関連ドキュメントがダウンロード、参考で

きます： 

 GW1NRFシリーズ Bluetooth FPGA製品データシート(DS891) 

 GW1NRFシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト ユーザーガ

イド(UG893) 

 GW1NRF-4Bデバイス Pinout(UG892) 

 Gowin FPGA製品プログラミング・コンフィギュレーション ユーザー

ガイド(UG290) 

1.3 用語、略語 

本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を表 1-1に示しま

す。 

表 1-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

FPGA Field Programmable Gate Array 
フィールド・プログラマブル・

ゲート・アレイ 

SIP System in Package システムインパッケージ 

QN QFN QFNパッケージ 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS891J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG893J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG892J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/UG290J.pdf
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1.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供してい

ます。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わ

せください。 

ホームページ：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com
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2概要 

GOWINセミコンダクターLittleBeeファミリーの第一世代製品である

GW1NRFシリーズ Bluetooth FPGA製品は、SoCですこのデバイスは、

32ビットのハードコアマイクロプロセッサに基づいており、Bluetooth 5.0

低消費電力 RF機能を有します。さらに、豊富な論理ユニット、組み込み

BSRAMおよび DSPリソース、豊富な IOリソースに加えて、電力管理モ

ジュールと暗号化モジュールもあります。低消費電力、インスタントオン、

低コスト、不揮発性、高安全性、豊富なパッケージタイプ、使い易さ等が

このデバイスの特徴です。 

2.1 無鉛パッケージ 

GW1NRFシリーズ Bluetooth FPGA製品は、無鉛技術パッケージを採

用した、環境にやさしい製品で、EUの RoHS指令に準拠しています。

GW1NRFシリーズ Bluetooth FPGA製品に使用されている物質は、

IPC-1752スタンダードに準拠しています。 

2.2 各パッケージの最大ユーザーI/O数(LVDSペア数) 
表 2-1各パッケージの最大ユーザーI/O数(LVDSペア数) 

パッケージ ピッチ(mm) サイズ(mm) GW1NRF-4B 

QN48 0.4 6 x 6 25(4) 

QN48E 0.4 6 x 6 25(4) 

注記： 

 このマニュアルでは、パッケージタイプを表すために略語が使用されています。詳細

については、1.3用語、略語を参照してください。 

 詳細については、GW1NRFシリーズ Bluetooth FPGA製品の Pinoutマニュアルを参

照してください。  

 JTAGSEL_Nと JTAGピンは、相互に排他的なピンで、JTAGSEL_Nピンと JTAG機

能の 4ピン(TCK、TDI、TDO、TMS)を同時に I/Oとして使用することはできません。

ただし、mode[2:0]=001の場合、JTAGSEL_Nピンが常に GPIOであり、JTAGSEL_N

ピンと JTAGの 4ピン(TCK、TMS、TDI、TDO)を同時に GPIOとして使用できます。 
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2.3 電源ピン 
表 2-2 GW1NRFのその他のピン 

VCC VCCIO0 VCCIO1 VCCIO2 

VCCIO3 VCCX VSS  

2.4 ピン数 

2.4.1 GW1NRF-4Bデバイスのピン数 

表 2-3 GW1NRF-4Bのピン数一覧 

ピンタイプ 
GW1NRF-4B 

QN48 QN48E 

シングルエンド/差動ペ

ア/LVDS[1] 

BANK0 9/4/0 9/4/0 

BANK1 4/1/1 4/1/1 

BANK2 8/4/3 8/4/3 

BANK3 4/1/0 4/1/0 

最大ユーザーI/O数[2] 25 25 

差動ペア 10 10 

True LVDS出力 4 4 

VCC 2 2 

VCCX 1 1 

VCCIO0/ VCCIO3[3] 1 1 

VCCIO1/ VCCIO2[3] 1 1 

VSS 2 1 

MODE0 0 0 

MODE1 0 0 

MODE2 0 0 

JTAGSEL_N 1 1 

注記： 

 [1] シングルエンド/差動/LVDS I/Oの数には、CLKピンとダウンロードピンが含まれ

ています。 

 [2] JTAGSEL_Nと JTAGピンは、相互に排他的なピンで、JTAGSEL_Nピンと JTAG

機能の 4ピン(TCK、TDI、TDO、TMS)を同時に I/Oとして使用することはできませ

ん。 

 [3]ピンの多重化。 
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2.5 I/O BANKの説明 

GW1NRFシリーズ FPGA製品には 4つの I/O Bankがあります。  

BANKの詳細については、『GW1NRFシリーズ Bluetooth FPGA製

品データシート(DS891)』 > 3.4 入出力ブロックを参照してください。 

このマニュアルには、GW1NRFシリーズ Bluetooth FPGA製品の各

パッケージのピン配置図が記載されています。詳細は、3ピン配置図を

参照してください。GW1NRFシリーズ Bluetooth FPGA製品の 4つの

BANKは、4つの異なる色で区別されています。 

ユーザーI/O、電源、グラウンドは異なる記号により区別されていま

す。GW1NRFシリーズ Bluetooth FPGA製品のピン配置図のピンの定義

は以下の通りです： 

 「 」は BANK0内の I/Oを表します。 

 「 」は BANK1内の I/Oを表します。 

 「 」は BANK2内の I/Oを表します。 

 「 」は BANK3内の I/Oを表します。 

 「 」は VCC、VCCX、VCCIOを表します。 

 「 」は VSSを表します。 

 「 」は NCを表します。 

 「 」は BLEを表します。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS891J.pdf
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3ピン配置図 

3.1 GW1NRF-4Bデバイスのピン配置図 

3.1.1 QN48のピン配置図 

図 3-1 GW1NRF-4Bデバイス QN48パッケージのピン配置図(トップビュー)     
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表 3-1 GW1NRF-4Bデバイス QN48パッケージのその他のピン  

VCC 11,37 

VCCX 36 

VCCIO0/VCCIO3 1 

VCCIO1/VCCIO2 25 

VSS 26,2 

3.1.2 QN48Eのピン配置図 

図 3-2 GW1NRF-4Bデバイス QN48Eパッケージのピン配置図(トップビュー) 

     

 

表 3-2 GW1NRF-4Bデバイス QN48Eパッケージのその他のピン 

VCC 11,37 

VCCX 36 

VCCIO0/VCCIO3 1 

VCCIO1/VCCIO2 25 

VSS 26 
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4パッケージ外形図 

4.1 QN48パッケージの外形図(6mm x 6mm) 
図 4-1 QN48パッケージの外形図 
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図 4-2 QN48パッケージの推奨 PCBレイアウト 
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4.2 QN48Eパッケージの外形図(6mm x 6mm) 
図 4-3 QN48Eパッケージの外形図 
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4パッケージ外形図 4.2 QN48Eパッケージの外形図(6mm x 6mm) 
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図 4-4 QN48Eパッケージの推奨 PCBレイアウト 
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